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摘要(译)

提出了平面表面贴装（SM）微型发光二极管（μLED）。该制造方法提
供了具有堆叠的MOCVD LED结构，该堆叠包括在第一平面中的第一掺
杂半导体，在第二平面中的第一掺杂半导体上的MQW层以及在第三平面
中的MQW层之上的第二掺杂的半导体。将电绝缘体共形地沉积在第四平
面中的蚀刻堆叠上方，并且蚀刻以暴露第二掺杂半导体，从而形成第一
通孔。蚀刻暴露出第一掺杂半导体，形成第二通孔。第一电极通过第一
通孔连接到第二掺杂半导体，并且在第五平面中具有基板界面表面，该
基板界面表面的平均平面度公差小于10纳米。第二电极通过第二通孔连
接到第一掺杂半导体，并且在第五平面中具有衬底界面。
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